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Poliuretanowa piana montazowa PVC,

wielosezonowa Termo Organika

e temperatura aplikacji: od -10°C

* jednoskiadnikowa

* latwa, wygodna i szybka w nakladaniu

e czysta w uzyciu

* doskonata przyczepnos¢ do poditozy mine-
ralnych i do styropianu (EPS), XPS i wetny

* wysoka trwatos¢

* doskonala izolacyjnos¢ akustyczna i ter-
miczna

e likwiduje mostki termiczne

* daje sie szlifowac¢ i malowac

* nabazie prepolimeru poliuretanowego

* utwardzanie pod wplywem wilgoci

e zawiera bezpieczny dla srodowiska prope-
lent, zgodnie z aktualnymi przepisami praw-
nymi UE

* nie zawiera rozpuszczalnikow i freonéw

* niskoprezna

* wytrzymalos¢ na dziatanie temperatur
od -50°C do +90°C

Zastosowanie

izoluje, wypetnia, uszczelnia

nie wykazuje przyczepnosci do podtozy niemine-
ralnych takich jak: silikon, polietylen, niektére inne
tworzywa sztuczne, itp. Podtoze musi by¢ dobrze
zwilzone woda. Piana moze byé stosowana w
temperaturze od -10°C do +30°C. Utwardzona
piana jest pofsztywna i tworzy strukture zamknie-
tych komoérkach. Jest odporna na dziatanie tempe-
ratur od -50°C do +90°C i na procesy starzeniowe,
z wyjatkiem promieniowania UV. Po utwardzeniu
daje sie cig¢, szlifowac¢, piaskowac, malowaé lub
tynkowac.

Sposoéb uzycia

e wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami izolaciji
termicznej w systemach ocieplania budynkow
(ETICS),

e wypetnianie szczelin wokét ram okiennych
i drzwiowych,

e izolowanie przelotéw rur w murach i $cianach,

e izolowanie wodociggéw i zbiornikdw wodnych,

e wypetnianie szczelin wokdét podidg i listew
przypodfogowych,

e wypetnianie szczelin, matych otworéw w $cia-
nach oraz innych zagtebien.

Przygotowanie podloza

Swieza piana przylega do wszystkich powszechnie
stosowanych mineralnych materiatéw budowla-
nych, w tym do materiatéw izolacyjnych takich jak:
EPS, XPS, wetna mineralna, itp.

Kazde podtoze musi by¢ zwarte, rowne, nosne, su-
che, czyste i bez warstw zmniejszajgcych przy-
czepnos¢ (tluszcz, pyt, kurz, olej, smar itp.). Piana

Puszka i jej zawarto$¢ przed uzyciem musi mieé
temperature od +5°C do +30°C (optymalna tempe-
ratura aplikacji: ok.: +20°C). Wstrzgsngc¢ puszka in-
tensywnie 15-20 razy. Rowniez w trakcie aplikaciji
wstrzgsaé okresowo.

Dobrze dokreci¢ zatgczony aplikator do puszki.
Uwazagé, zeby nie aktywowa¢ zaworu podczas do-
krecania aplikatura, poniewaz grozi to niekontrolo-
wanym wyptywem piany. Nie odkreca¢ aplikatora
przed catkowitym opréznieniem puszki

Przed uzyciem zimne pojemniki muszg by¢ ostroz-
nie ogrzewane w letniej wodzie. Nie ogrzewac po-
jemnikéw do temperatury powyzej +50°C, ze
wzgledu na ryzyko wybuchu. Rozgrzane pojemniki
(na przykiad pozostawione w pojazdach podczas
lata), muszg by¢ schtodzone w wodzie. Podczas
procesu chtodzenia mozna od czasu do czasu
wstrzgsac pojemniki w celu szybszego osiggniecia
wymaganej temperatury produktu.

Do czyszczenia rurki aplikacyjnej oraz powierzchni
zabrudzonych pianag nalezy stosowac srodek do
czyszczenia (Termo Organika - czy$cik do pian po-
liuretanowych). Do réwnomiernego i szybkiego
utwardzenia sie piany konieczna jest wilgo¢. Nie-
odpowiednie nawilzenie lub przepetnienie ztgcza
i szczelin moze prowadzi¢ do niekontrolowanego
rozszerzenie objetosci piany.
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Po otwarciu pojemnika (tj. po dokreceniu kohcowki
aplikatora), produkt nalezy zuzy¢ jak najszybciej, w
przeciwnym razie piana bedzie utwardzac sie w za-
worze i aplikatorze co uniemozliwi catkowite opréz-
nienie puszki.. Swieza piana rozszerza sie od 1,5
do 2 razy, dlatego nalezy uwazac¢, aby zbytnio nie
wypetni¢ ztgcza (szczeliny nalezy wypetni¢ do ok.
50% ich objetosci). W czasie pracy trzymac puszke
dnem do gory. Nadmiar swiezej piany nalezy na-
tychmiast usuwac przy uzyciu czyscika do pian po-
liuretanowych. Utwardzong piane mozna usuwac
mechanicznie.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wyrdb zawiera izocyjaniany, Nalezy unika¢ kon-
taktu ze skorg i nie wdychaé gazoéw, co moze po-
wodowac uczulenie. Nie wdychaé¢ rozpylonej cie-
czy. Dziata draznigco na oczy, uktad oddechowy i
skoére. Moze powodowac uczulenie podczas wdy-
chania. W trakcie wykonywania prac nosi¢ odziez
ochronng i okulary ochronne. Produkt jest skrajnie
fatwopalny. Nie stosowaé w poblizu ognia i zrodet
iskrzenia. Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub
rozgrzanych materiatdw. Podczas stosowania
mogg powstawaé fatwopalne/wybuchowe miesza-
niny par z powietrzem. Chroni¢ przed temperatu-
rami powyzej +50°C. Pojemnik pod cisnieniem. Nie
dziurawi¢ puszki, rowniez po uzyciu.

Uwaga

Oprdocz przedstawionych powyzej zalecen nalezy
kierowa¢ sie zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu lecz nie ma
zadnego wptywu na sposdb, miejsce i warunki jego
magazynowania i zastosowania. Prace budowlane
powinny by¢ przeprowadzone przez fachowo przy-
gotowanych wykonawcow.

Dane techniczne

Dane odnoszg sie do $wiezej piany.

e Wydajnos¢:
do 45 litréow (w zaleznosci od rodzaju podtoza,
sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci
powietrza)
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e Czas tworzenia naskorka:
ok. 5-9 min.

e Czas petnego utwardzenia:
ok. 24 godz.

e Czas wstepnej obrébki:
ok. 25 min.

» Nasigkliwos¢ wodg po 24h przy czesciowym za-
nurzeniu:
ponizej 1 kg/m2

e Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temperaturze
+400C i wilgotnosci wzglednej 95% w kierunku
dtugosci i szerokosci:

+ 5%

« Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temperaturze
+400C i wilgotnosci wzglednej 95% w kierunku
grubosci:

1+ 9%

e Wytrzymatos¢ na sciskanie:
powyzej 35 kPa

o Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
powyzej 50 kPa

» Temperatura pracy:
-10°C = +30°C

e Optymalna temperatura pracy (puszka, po-
wierzchnia naktadania):
+20°C

¢ Stabilnos¢ temperaturowa:
-50°C + +90°C

e Przechowywanie:
12 miesiecy od daty produkcji. Produkt nalezy
przechowywac i transportowaé w suchym
miejscu zaworem do géry w temperaturze od
+5°C do +30°C. Przechowywanie produktu
w innych warunkach niz podane moze spowo-
dowa¢ skrocenie przydatnosci do uzycia na-
wet 0 3 miesigce.
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